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１．概要（Summary） 

基板接合技術においては、一般的に基板の表面状態

が接合性に影響を及ぼすことが知られている。我々はガ

ラス基板の表面粗さの接合性に及ぼす影響を調査した。 

 

２．実験（Experimental） 

・主に利用した装置 

ウエハスピン洗浄装置、基板接合装置 

 

・使用した基板 

日本電気硝子（株）製ガラス基板（ガラスコード：

OA-10G） 未処理基板と表面粗化基板 

 

・実験方法 

ウエハスピン洗浄装置で基板を洗浄後、基板接合装置

で接合を行った。接合に使用する基板の組み合わせは

Table.1 に示す２種とした。基板接合後、基板の接合力を

Crack-Opening Methodにより測定を行った。 

 

Table.1 Types of glass wafer. 

 上基板 下基板 

Sample 1 未処理基板 未処理基板 

Sample 2 未処理基板 粗化基板 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

接合力を Fig. 1に示す。Fig. 1に示す通り、基板表面

を粗化することで接合力が低下することが確認された。 

 

 

Fig. 1 Bonding Strength of glass laminates having 

different surface roughness. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

 なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

 なし。 


